
Standardaufbau ML 4 

Prepreg
Kern mit Cu

Cu-Layer

Materialdicke 1,5 mm 
der Jenaer Leiterplatten GmbH

18 µm Cu-Layer

35 µm Cu-Layer

35 µm Cu-Layer

18 µm Cu-Layer

7628 Prepreg

0,65 mm Kern

theoretische Endstärke  1,5 mm   10 %+-

7628 Prepreg

7628 Prepreg

7628 Prepreg


